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Vykon, ktery muzZete prenaset
Defektoskop OmniScan™ X3 64 s technologiemi Phased
Array a TFM

OLYMPUS

y




Pracujte efektivngji a s jistotou

S pocitem podpory, at jdete
kamkoli

Jednotka OmniScan X3 64 nabizi osvéd&enou spolehlivost
a je vyrobena tak, aby vydrzela nevlidna prostredi a
narocné pozadavky na kontrolu.

S podporou nasi globalni podpory zékaznikd,

geolokace a bezdratové konektivity mizete byt v terénu
produktivni a efektivni.

> Certifikovany stuperi ochrany proti desti a prachu IP65
> Chladici ventilator vyménitelny uzivatelem
> GPS v pfistroji*

> Aktualizace softwaru prostrednictvim cloudu Olympus
Scientific Cloud™ (OSC)

.
ZlepsSena obratnost a mobilita

Kdyz jste v misté provadéni praci, potrebujete vybaven,
ktereé je kompakini a snadno se prenasi. Defektoskop
OmniScan™ X3 64 je mensi a méné tézkopadny nez

jine typicke 64kanalove pristroje, a nabizi tak skute¢nou
prenosnost a poskytuje lepsi pohodli a flexibilitu pro prace
provadengé v omezenych prostorech.




Minimalizujte krivku ucCeni

Tato jednotka OmniScan je opatfena stejnym, uzivatelsky pratelskym rozhranim a

efektivni, intuitivni strukturou nabidky jako defektoskop OmniScan X3. Diky kompatibilité
se soubory nastaveni OmniScan dokaze nadist vase parametry z jinych modeld
defektoskopu OmniScan X3, takZe své prednastavené konfigurace mlzete pouzit znovu.
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Vice prace za kratSi dobu

Interni Ulozisté defektoskopu OmniScan X3 64 pojme vetsi
objem dat z kontrol (az do 1 TB), na zékladé ¢ehoz mozné
provadét vétsi skenovaci Ulohy &i zlstat na stanovisti déle
bez nutnosti prfenosu soubord.




Maximalizujte vasi produktivitu

Ddkladné prozkoumaveijte silngjsi svary a
stény o vetsi tloustce

ZlepSené moznosti Phased Array fokusace podporené
VEtsi aktivni aperturou umoznuiji zobrazovani do vetsi

v

hloubky u silngjsich svarl a tlustosténnych materiald.

RozsSirte své moznosti u hrubozrnnych
materiald

Zvyste sviij potencidl tak, abyste byli schopni fesit naroéné
problémy svych zakaznikl a vyvijet nové postupy pro Sirsi
Skalu oblasti pouziti. Zesilte vykon a prejdéte na pokrocilé
PA sondy, jako je napf. naSe dvojita linearni sonda Dual
Linear Array™ nebo sonda s dvojitou matici Dual Matrix
Array™ &i sondy vyrobené na zakazku, abyste tak dosahli
vySSi kvality zobrazeni u akusticky problematickych
materidll, naptiklad svar( rozdilnych kov(.




Optimalizovany pracovni postup kontrol

Ulehc&ete si postupy slozitych a specidlnich kontrol, napriklad kontrol nové vytvorenych
svar( v tlakovych nadobach, pouZitim softwaru Olympus’ WeldSight™ v tandemu s
jednotkou OmniScan™ X3 64. Nainstalovani aplikace pro vzdalené pripojeni WeldSight
Remote Connect na defektoskop vam umozni fidit pofizovani dat a data ziskana
technikou Phased Array (PA) okamzité zobrazovat na pocitaci. ZvySte svou produktivitu
plnym vyuzitim upravitelného uZivatelského rozhrani a pokrocilych nastrojl pro provadéni
analyz a optimalizaci konfigurace vybaveni tak, aby vyhovovalo vasim potfebam.

Snadné pouziti narocnych aplikaci

Detekuijte a rozliSujte mensi defekty pomoci zobrazovani ve vysokeé kvalité podporeného
kapacitou 64kanalového pfistroje. Pouzitim vétsich, vykonngjsich PA sond mUzZete
dosahnout lepsiho rozliseni ve vétsich hloubkach dilu a zobrazit drobné defekty dfive, nez
dospéji do kritické faze (napfr. vysokoteplotni vodikovou korozi (HTHA)).




Dostupna technika celkové fokusace (TFM)

Vyuzivejte rychlejsi techniku TFM

Diky vylepSené rychlosti a ucinnosti techniky TFM modelu
OmniScan™ X3 64 je tento model pfihodnéji zaclenitelny
jako regulérni Cast procesu kontroly. Pouziti apertury

64 element( zvySuje rychlost potizovani dat technikou
TFM, ktera je jeSté dale optimalizovana algoritmem
rozptyleného spusténi.

NasSe vylepsSena technika TFM nabizejici exponencialné
vetsi rychlosti porizovani dat poskytuje dllezita data

’ pro vase analyzy: ¢
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Dosahnéte maxima sveho
potencialu

Vyuziite zfetelné, ostré zobrazeni poskytované
64kanalovou technikou TFM k presnéjsimu stanoveni
velikosti a polohy vad.

Rozsitte svij potencidl pro specializované oblasti pouziti
pomoci jednotky s moznosti apertury az 128 elementd,
abyste dostali naroklm obtizné proveditelnych kontrol.




ZlepsSena vykonnost v materialech s Utlumem

Defektoskop OmniScan™ X3 64 nabizi lepsi prinik zvuku v materidlech s velkym Utlumem. Jeho kapacita Sitky impulzu
0 hodnoté 1000 ns a mensi Sitka pasma, ktera ¢ini 0,2 MHz, umoznuji pouziti sond s nizSimi frekvencemi a zlepSuiji vasi
schopnost skenovat cely objem materidld s vysokym Utlumem, napiiklad sklolaminatu a jinych kompozitnich materiald.

Ziskejte snimky kompozitnich materiald s vétsi ostrosti a vysokym pomérem signalu k Sumu: snimek z pristroje OmniScan X3 64 ziskany optimalizaci mezi $itky nizkého pasma (vlevo) ve srovnani se
standardni jednotkou OmniScan X3 (vpravo)

Dosahnéte preciznosti ve sklolaminatu a
kompozitnich materialech

Defektoskop OmniScan X3 64 nabizejici moznosti nizsich mezi napéti impulzu umoznuje
eliminovat saturaci echa od Gelni stény a zobrazit pIné prlibéhy tvaru viny echa. Vyuziite
tuto moznost a zuzitkujte vS8echny moznosti detekce, vCetné detekce vrcholu a hrany,
¢imz ucinite vase analyzy spolehlivejsimi.




Technické parametry

Naskenovanim tohoto kédu ziskate Uplné technické Udaje

defektoskopu OmniScan X3 64.

Pouzdro pristroje a vSeobecné udaje

Akustické udaje

Fiozméry 335 mm x 221 mm x 151 mm (13,2 palce x 8,7 palce x 5,9 palce)
(SxVxH)
Hmotnost 5,7 kg (12,6 Ib) (s 1 akumulatorem)

Vestavéna pamét

Vnitini 1 TB Ulozisté SSD, rozsiritelné dle potfeby pomoci externi
jednotky USB; Maximalini velikost souboru 25 GB

Zafizeni pro Karty SDHC™ a SDXC™ nebo vétsina standardnich pamétovych
ukladani dat zarizeni USB
GPS Ano (pokud neni v nékterych oblastech uvedeno jinak)

Bezdrétové pripojeni

Ano (hardwarovy kli¢ USB se prodava samostatné jako
prislusenstvi)

Konektory 1 konektor PA, 2 kanaly UT (2 konektory P/R kazdy)

Pocet skupin 8 skupin

Certifikace ISO
18563-1:2015
ISO 22232-1:2020

Displej TFT LCD s odporovou dotykovou obrazovkou, 269 mm (10,6 palce),
1280 x 768 pixeld

Akumulétor 2 lithium-iontové akumulétory (v objedndvce je dodan pouze 1), 93 Wh

Vydrz akumulétoru

5 hodin pfi pouziti 2 akumulatord (moznost vymeény za provozu)

Vstupy a vystupy

Porty 2 porty USB (jeden skryty za akumulatorem), 1 port USB 3.0,
port HDMI video vystupu, port pro pamétovou kartu SDHC
a ethernetovy komunikacni port

Kodéry Vedeni 20sého kodéru (kvadraturni nebo ¢asovy/smeérovy),

pripraveno na 3. kodér

Digitalni vstupy

6 digitalnich vstupd, TTL (umoznéni zapnuti/vypnuti pofizovani dat)

a vystupy a 5 digitalnich vystupd, TTL
Konfigurace PA/UT
Frekvence Efektivni Az 100 MHz
digitalizacni
frekvence
Maximalni PRF 20 kHz
Specifikace dat
Zpracovani Maximalni pocet AZ 16 384
datovych bodl
A-skenu
Usmeérnovani RF, plna vina, kladna pdivina, zaporna plivina
Filtrovani Vybér z doIni propusti (pouze UT), pdsmové propusti a horni

propusti a prameérovani

Filtrovani videa

Vyhlazovani (nastaveno podle frekvenéniho rozsahu sondy)

Rozsah TCG

PA (standardni): 40 dB v krocich po 0,1 dB
UT: 100 dB v krocich po 0,1 dB

Maximalni sklon
TCG

PA (standardni): 40 dB / 10 ns
UT:40dB/10ns

Doporucené prislusenstvi

Spole¢nost Olympus nabizi softwarové i hardwarové moznosti pro
rozsifeni a ochranu vykonu vasi jednotky OmniScan X3 64. Kdyz je na

jednotce nainstalovana nase aplikace pro vzdalené pripojeni WeldSight™

Remote Connect, mlZete data pofizovat a analyzovat pomocf
pokrodilych nastrojd softwaru WeldSight a maximalizovat tak svoji
produktivitu v oblastech specializovaného pouziti.

Chcete-li prozkoumat rlizné softwarové balicky, které nase spole¢nost
nabizi, mdZete na strankach www.Olympus-IMS.com/WeldSight/.

www.olympus-ims.com

30 do 1000 ns,
rozligeni po 2,5 ns

Kanal PA Kanaly UT
Generétor impulzQ Napéti 10 Vpp, 20 Vpp, 85V, 155V
40 Vpp, 80 Vpp, a295V
120 Vpp, a 160 Vpp
Tvar impulzu Bipolarni Zaporny
obdélnikovy impulz obdélnikovy impulz
Sitka impulzu Nastavitelna od Nastavitelna od

30 ns do 1 000 ns,
rozliseni po 2,5 ns

Prijimac

Rozsah zesfleni

Maximalni vstupni
signal 0 az 80 dB;

Maximalni vstupni

signdl 0 az 120 dB;

900 mVp-p 30 Vp-p

(vySka celé (vysSka celé

obrazovky) obrazovky)
Sitka pasma 0,2 MHz az 0,25 MHz a2
systému 26,5 MHz 28,5 MHz

Formovani svazku

Typ skenovani

Jednoduché, lineami, sektorové, slozené

aTFM

Maximalni apertura

64 elementll

Pocet ohniskovych

AZ 1024 celkem (maximainé 512 na jednu

nastaveni skupinu)
TFM/FMC
Podporované Ozvéna impulzu: L-L, TTa TT-TT
sady vin Vlastni tandemovy: TT-T, LL-L, LT-T, TL-T, TT-L, TTT-TT a TL-L

Paralelni TFM s vice
rezimy

4 simultanni skupiny TFM (sady vin)

Zivé zpracovani
obalky

Ano

Maximalni apertura

Apertura rozsifena o 128 prvkd

Rozliseni snimku

Az 1024 x 1024 (body 1 mm) (pro kazdou sadu vin TFM)

Provozni prostredi

Stuper kryti

Certifikace IP65 (zcela chranéno proti prachu a strikajici vodé ze
v8ech smérd (tryska 6,3 mm))

Uroveri odolnosti
vUci nérazdim

Podrobeno zkouském odolnosti proti padu podle MIL-STD-810G

Teplota provozniho
prostredi

-10°C az45°C (14 °Faz 113 °F)

Standardni provedeni zahrnuje nasledujici
Pristroj OmniScan X3 64 Phased Array, v&etné funkce FMC/TFM a 2 kandld UT, napéjeciho
kabelu odpovidajicimu dané oblasti a tisténého nédvodu. Zahrnuje nejnovejsi verzi softwaru
OmniScan MXU, odolné prepravni pouzdro, osveédéeni o kalibraci, 93 Wh lithium-iontovy
akumulator, ndhradni chrani¢ obrazovky, stejnosmeérnou nabijeCku s napdjecim kabelem,
jednotku USB se softwarem MXU a uZivatelskymi priru¢kami, prazdné USB pamétové zarizeni
uréené pro prenos souborti a doprovodny software OmniPC pro provadéni analyz. Funkce
GPS je v nékterych oblastech omezena. Hardwarovy Kii¢ se prodava samostatné. Podrobnéjsi
informace vam poskytne zéstupce spole¢nosti Olympus.

K ochrané pfistroje proti vniknuti cizorodych predmétd pfi jeho pripojeni k pocitadi se softwarem

WeldSight nabizime tato specialné k tomuto Ucelu uréena dvitka, dodévana jako pridavné

prislusenstvi; OMNI-A-X3-SPDOOR [Q1000230].

OLYMPUS SCIENTIFIC SOLUTIONS AMERICAS CORP.
spliiuje pozadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Veskeré specifikace se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

V3echny znacky jsou ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi znamkami piisludnych viastnikii a tfetich stran.

*GPS neni dostupna ve viech oblastech. Podrobnéjsi informace vam poskytne mistni zastupce spole¢nosti Olympus.
**Vysledky ziskané pomoci sondy se 64 elementy ve srovnani s vysledky ziskanymi pomoci modelu OmniScan X3 32:128.
Olympus, logo Olympus, OmniScan, HydroFORM, Dual Linear Array, Dual Matrix Array a Olympus Scientific Cloud jsou ochranné

znamky spolec¢nosti Olympus Corporation nebo jejich deefinych spolecnosti. Copyright © 2022 spole¢nosti Olympus.
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Pokud mate dotazy, kontaktujte nas

na webové adrese

www.olympus-ims.com/contact-us

OLYMPUS EUROPA SE &CO. KG

WendenstraBe 20, 20097 Hamburg, Germany, Tel.: (49) 40-23773-0
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